RTG a CT inspekce dnes odhalii to, co zustava oku skryté -
zajistuji kvalitu, spolehlivost a bezpecnost elektroniky

Printed Circuit Board Assembly Semiconductors and electronics
(pcBA) Automated solder joint inspection
Missing solder fillets Bond wire and bonding areas inspection
Voids, blisters Void analysis of conductive and

Solder bridges non-conductive die bonds

Non-wetting defects Analysis of discrete components such as

capacitors and inductors

Assembly inspection of finished devices or
encapsulated-components
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e Skryte vady pajeni = praskliny, voidy, BGA spoje, QFN,
THT

e Pozdni odhaleni chyb — drahé opravy a zmetky

e NedostateCna kontrola vnitrni struktury -
nespolehliva elektronika

e Manualniinspekce - pomaly, nejednotny a
neefektivni proces

e /trata datoveé sledovatelnosti = problemy s kvalitou a
reklamaci



Waygate Technologies
— CT aRTG inspekce
pro jistotu kvality v
elektronice

e Soucast skupiny Baker Hughes - svetovy lidr v
nedestruktivnim testovani (NDT) a prumyslové inspekci

e \/ysoke rozliseni 2D RTG a 3D CT — detailni kontrola
spoju, pouzder a komponentu

e Re&eni pro vyrobu i vyvoj - od DPS a konektor( az po
polovodiCe a bateriové moduly

e Rychl3, presna a reprodukovatelna inspekce = splnéni
prisnych kvalitativnich pozadavku

e Automatizace a snizeni lidského faktoru - jistota vysledku
pri velkoobjemove vyrobe

e Podpora udrzitelnosti — kontrola kvality pro recyklaci a
repasovani elektroniky |




CT od Waygate
Technologies

phoenix v|tome|x m neo L
e 3D CT systém pro pfesnou inspekci a metrologii v elektronice™
a prumyslu
e Mikrofokusni trubice 300 kV — zvladne i vetsi a hustsSi vzorky
(moduly, DPS, kovove dily)
e Automatizovane skenovani Helix a QuickScan = rychlée,
opakovatelné mereni s vysokou presnosti
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phoenix nanotom® m HR

e Nano-CT system s extréemnim rozlisenim az 0,2 um — detailni
analyza mikrostruktur a materialovych vad

e Nova nanofokusni trubice 180 kV / 20 W — ostré snimky i u
slozitych nebo vicevrstvych vzorkud

e Automatizovane 3D meéreni a metrologie — presna kontrola
rozmeru, poréznosti a defektu

 \Vhodné pro elektroniku, materialovy vyzkum a aditivni vyrobu
- vysoka presnost bez poskozeni vzorku



phoenix X|aminer -
kompaktni RTG system

pro precizni kontrolu
elektroniky

e Kompaktni RTG systéem pro 2D / 3D kontrolu pajenych
spoju, elektronickych soucastek a sestav DPS

e \/ysoka kvalita obrazu — novy detektor Csl s ostrym
kontrastem a dlouhou zivotnosti

e |ntuitivni software X|act (2D) a Datos|x (CT) -
manualni i automaticka kontrola

e Klicove vyhody: otevrena trubice, horni umisteni,
naklon detektoru, snadna obsluha

——_—
-
e g | o
; Tiided i1
s e = R
B RN £
w T i sy -
T e ok ==
& = = zRElan Ltk e -
S N ES -
. " []
\ “Mr.': RN r |.l':|.'.
= -y : % g .:':‘r!ﬂ.\' - : -v1
w:o =E v S g
o R : i
L ] ELEIL (50 1
i | 1 " R R
-.‘.' J'I‘ ‘-I ‘ O & '.::..'-.'-:l_ 5: ———
. "o g R « i
i_rg.‘_._liﬂ g E JI— i - F"'-
g - EETETERRRERREE s



micromex / =
nanomex neo ﬁ

e Flexibilni RTG systemy pro detailni kontrolu DPS, o~
polovodicu a elektronickych modult

e Mikrofokusnirentgen s vysokym rozliSenim — odhalii
mikrovoidy a praskliny

e Volitelna 2D nebo 3D CT inspekce — prepinani mezi
rychlym prehledem a detailni analyzou

e Ergonomicky a intuitivni software — rychle
vyhodnoceni, archivace a sdileni vysledku




Viscom = inline /
rentgenove f
systemy iX7059

e 3D AXI inspekce v realném Case - kontrola BGA, QFN a
THT spoju primo na vyrobni lince

e \/ysoka propustnost a presnost — idealni pro sériovou
SMT vyrobu

e Modularni platforma - ruzné konfigurace (Heavy Duty,
Flexible, Microfocus) pro konkretni aplikace

e Kombinace AOI + AXl = komplexni kontrola pajenych
Spoju bez kompromisu




Viscom - 3D X-ray
a CT pro dokonaly
prehled uvnitr %
elektroniky Z

<
e Nemecky vyrobce s vice nez 35 lety zkusenosti v /
ol

opticke a rentgenové inspekci

e High-end 3D X-ray (AXI) a CT systémy — detailni
kontrola pajenych spoju, BGA, QFN a vnitrnich
struktur komponentu

e Metrologicka presnost = moznost méreni rozmeéru,
prasklin a voidu s vysokym rozliSenim

e PokrocCily software Viscom XMC a CT Visualizer =
analyza, porovnani a dokumentace vysledku

e \/yvinuto pro elektroniku — spolehliva kontrola DPS,
modull i vykonové elektroniky
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Volume Graphics -

software pro
analyzu CT dat
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e Profesionalni nastroj pro zpracovani a analyzu 3D CT
snimkU — umoznuje detailné prozkoumat vnitrni strukturu
vzorku bez jeho poskozeni

e Podpora metrologie, NDT i vyzkumu — méreni rozmerdu,
poréznosti, prasklin, pajecich spoju Ci vnitrnich dutin

e Pokrocilé vizualizace a porovnani dat — z CT skenu vznikaji
presné 3D modely pro hodnoceni kvality a vyvoj produktu

e Soucast ekosystému Hexagon — snadna integrace s
mericimi a inspekcnimi systemy (napr. Waygate / Viscom)
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O

Ing. Pavel Kubik

jednatel, obchodni
zastupce (RTG,CT)

+420 571 669 311

p.kubik@pbt.cz

Visit us at
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